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侖公司简介
Ompany Profile

郑州华宇科技有限公司，始于1997年，是专注胶粘剂、密封胶研发生产、销

售服务的国家高新技术企业。宝丰高新区工厂占地3万多平方米，建筑面积4万多

平方米，拥有先进的自动化生产线，设计年产能5万吨。

甲固,瑞朗达,二十多年创新发展，产品涵盖有机硅、改性硅烷、聚氨酯、环

氧、厌氧、丙烯酸酯、CR、SBS、PVC、ABS等十大材质，300多个产品，广泛应

用于航空航天、轨道交通、汽车车辆、电子电器、新能源、建筑幕墙、门窗装饰

等多个领域。

公司拥有粘接技术中心及知识产权，为客户提供专业的产品和应’雄决方 

案；产品获得了国内外众多权威机构的认证，获得多项发明专利、秆 丄及奖

励证书。2015年在上海股权交易中心挂牌上市，证券代码：204322

与胶结缘，粘接你我！公司秉承“工业胶品质，建筑胶价格” 淮：

客户需求，与客户共同发展！

Zhengzhou Huayu Technology Co., Ltd., founded in 1997, is a n gh-
tech enterprise focusing on the R & D, production, sales and service ；?ves
and sealants. Baofeng high tech Zone factory covers an area of more .33000 
square meters and a construction area of more than 40000 square meivi s.性 has
an advanced automatic production line and a design annual production capacity
of 50000 tons.

JIAGU* RALE AD* With more than 20 years of innovation and development,
the products cover ten materials such as silicone, modified silane, polyurethane,
epoxy, anaerobic, acrylate, CR, SBS, PVC and ABS, and more than 300 products.
They are widely used in aerospace, rail transit, automobile and vehicle,
electronics and appliances, new energy, building curtain wall, door and window
decoration and other fields.

The company has a bonding technology center and intellectual property
rights to provide customers with professional products and application
solutions; The products have been certified by many authoritative institutions at
home and abroad, and have obtained a number of invention patents, scientific
research achievements and award certificates. In 2015, it was listed on Shanghai
equity trading center with securities code of 204322.

Bond with glue, bond you and me! Adhering to the concept of "industrial
glue quality, construction glue price", the company meets the needs of
customers and develops together with customers!

企业荣誉 >»诚以立信质以建业
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政性福机硬粘结顾

特点用途
本品为单组份改性有机硅材料，不含

溶剂、无异鼠酸酯、固化后抗污染、绿色

环保，耐热性和防老化能力俱佳等优点。

本产品符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发

性有机化合物限量》环保要求，符合欧盟

ROHS和REACH环保标准。为满足深层固

化，可生产1:1双组份粘接胶。

HY938Paste
触变會状，用于LED灯具、电子元器件、机电零部件的密封粘接。

HY938Half Flowing
半流淌，用于LED灯具、电子元器件的密封粘接固定。

HY938FIOW
自流平，用于LED灯具、电子元器件、机电零部件的灌封。

操作工艺
1.粘接表面要无油渍、无灰尘、无杂质等；

2.按工艺要求将施胶嘴切成所需尺寸形状 ；

3.切除密封胶封口 ，装上胶嘴，装入胶枪内；

4.将密封胶均匀涂在接缝处 ，最薄处大于1mm;使
用气动枪时气压控制在0.2~0.4Mpa。

5.产品在表干之后可以利用传统的方法进行修整 ，

把多余的胶清掉。

注意事项

♦避免在5P以下及湿度小于20%的环境下施工；

♦气动压力严禁超过0.5 Mpa,超过时气体会进入

硬包装管内，出现胶体气泡问题；

♦由于涂料含高溶剂成分会导致胶表面变软，为了

获得最佳的外观和性能，胶体固化24小时之后进

行着色；

♦阴凉干燥处密封存，贮存期6个月。过期后经

检验合格仍可使用。

主要技术指标

※注：所有机披性能和电性能均在25P。湿度55%条件下固化7天后所测。

牌号 HY938Paste HY938Half Flowing HY938FIOW
胶料外观 白色咅状 白色半流淌 黑色自流平

下垂度(mm) W2 W6 —
I ■ ,

密度(g/cm3) 1.4 ±0.2 1.4±0.2 1.2±0.2

表干时间(min) 50 30 30

固化速度(mm/24h) 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0

拉伸剪切强度(Mpa) N1.0 N0.8 20.5

抗拉强度(Mpa) N1.0 NO.8 N0.5

I拉断伸长率(％) 2150 N150 N150

撕裂强度(KN /m) N6 N5 N5

硬度(邵氏A) 20-60 20-60 20-60

I导热系数(W/m • K) 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5

帝温范围(P) -40-120 -40-120 -40-120

包装规格 I 2.6L桶，25kg桶，400ml双管

产吕技松MRiS玫龟 0371-65336633 同公司技术邱联莉.欢www huayukejl.com

huayukejl.com


H Y939Paste
触变亦状，用于LED灯具、电子元器件、机电零部件的密封粘接。

HY939Half Flowing
半流淌，用于LED灯具、电子元器件的密封粘接固定。

HY939Flow
自流平，用于LED灯具、电子元器件、机电容部件的灌封。

特点用途
本品为改性硅烷材料，不含溶剂、固

化后抗污染、绿色环保，低模量、高延伸

率、耐热性和防老化能力俱佳等优点。本

产品符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性

有机化合物限量》环保要求，符合欧盟

ROHS和REACH环保标准。为满足深层固

低模暈桂驍密封胶

化,无生产1:1双组份密封胶。

“歹

、:无油渍、无灰尘、无杂质等；

.将施胶嘴切成所需尺寸形状；

女封口，装上胶嘴，装入胶枪内；

君匀涂在接缝处，最薄处大于1mm;使
.时气压控制在0.2~0.4Mpa。

去干之后可以利用传统的方法进行修整 ，

化,，次的胶清掉。

注意事项

◊避免在5P以下及湿度小于20%的环境下施工；

♦气动压力严禁超过0.5 Mpa,超过时气体会进入

硬包装管内，出现胶体气泡问题；

♦由于涂料含高溶剂成分会导致胶表面变软，为了

获得最佳的外观和性能，胶体固化24小时之后进

行着色；

♦阴凉干燥处密封贮存，贮存期6个月。过期后经

检验合格仍可使用。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25*0。湿度55%条件下固化7天后所测。

牌号 HY939Paste HY939Half Flowing HY939Flow
胶料外观 灰色音状 灰色半流淌 灰色自流平

下垂度(mm) W2 W6 —

密度(g/cm3) 1.4 ±0.2 1.4 ±0.2 1.2 ±0.2

表干时间(min) 20-50 20-50 20-50

固化速度(mm/24h) 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0

抗拉强度(Mpa) N0.7 N0.5 N0.4

拉断伸长率(％) N650 N750 N850

弹性回复率(%) N70 N70 N70

拉伸模量(MPa) W0.4 W0.4 W0.4

定伸粘结性 无破坏 无破坏 无破坏

耐温范围(P) -40-120 -40-120 -40-120

包装规格 2.6L桶，25kg桶，400ml双管 _________________________________ !

如富更详约的产品技术信息谄致电0371-65336633同公司技术胡底氛.欢迎咨询mvw huayuker.com Page2

huayuker.com


特点用途
单组分室温固化的中性有机硅材料，耐

高低温，具有优良的耐老化性、柔韧性、絶

缘性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。立面

不流淌、可粘接钢铁、玻璃、PVC、ABS等

材料。适用于电子元器件的导热粘接密封。

HY595D导热型硅橡胶
代替导热硅脂，用于CPU与散热器等的填充粘接。

HY595HD导热型硅橡胶
用于要求较高导热性的晶闸管智能模块与散热器的填充粘接。

HY595H导热型硅橡胶
用于大功率电器模块与散热器之间的填充粘接“

操作工艺
清洁表面：将被粘物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、

水分及油污；

施 胶：剌开铝封口，将胶液挤到已清理干净的表

面，使之分布均匀；

粘接密封：施胶后20分钟内必须进行粘接，将被粘面

合拢固定即可；

固 化：室温固化24小时达到最高强度。夏季温度

高，固化会快一些；冬季温度低，固化会

慢一些。

注意事项

♦硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。

♦密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。

■ -SS--
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主要技术指标

宗注：所有机械性能和电性能均在25P、湿度55%条件下固化7夭后所测。

性能指标 HY595D HY595HD
外观颜色 白色 白色 白色

粘度(Pa • S ) 触变咅状 触变頂状 触变音状

密度(g/cm3) 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7

表干时间（min ） 20-40 20-40 20-40

抗拉强度（MPa） 0.7-1.5 0.7-1.5 0.7-1.5

，.延伸率（% ） 200-300 200-300 200-300

I邵氏毗（Shore A ） 30-50 30-50 30-50
j剪切强度（MPa） 0.7-1.5 0.7-1.5 0.7-1.5

介电强度（kv/mm ） 20 20 20

损耗因子（@60Hz） 0.001 0.001 0.001

体积电阻（Q・cm） 2x10“ 2x10“ 2x10“

工作温度范围（P） -60-280 -60-280 -60-280

线收缩率（%） 0.5 0.5 0.5

导热系数（W/M • K） 0.8 1.2 2.0

包装规格 1 100ml/管，100 管/箱

Page3 更耳坂的产吕技术仔恩佰致电。371-65336633同公司技术83联系,欢迎在询www.huayukeji.com

http://www.huayukeji.com


低粘度与随漆

特点用途
本品为低粘度中性高分子复合材料，单组

分，易于喷涂、浸涂及刷涂。具有良好的耐高

低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有

优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防

腐蚀、防老化、耐电晕等性能。广泛应用于

电子元器件的表面披覆保护。

HY5901有机硅三防漆

脱脂硅胶，用于LED电子元器件涂覆保护，不适宜铜、PC材料。

HY590K丙烯酸三防漆

改性丙烯酸，不含硅、酮、酚等材料，UV光下蓝色，便于检测。

HY590P聚氨酯三防漆
改性聚氨酯，不含硅、酮、酚等材料，UV光下蓝色，便于检測。

4® 7A ■' ' -i-
• • —•

1桶中，进行浸涂，线路板或元器件

E太快，以免产生气泡。

修液装入喷壶中，进行喷涂。喷涂结

•剂清洗喷壶。

h可用稀释剂稀释。稀释剂的加入

3度低，涂胶的厚度薄；反之，胶的

，及的厚度障。稀释剂的加入髭建议为

20

注意京项

◊未用完的胶液应密封保存。再次使用时，若封口处

或者表面有结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

◊施工现场应有良好的通风设施。

♦阴凉干燥处密封贮存，贮存期6个月。过期后经检验

合格仍可使用。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25P。湿度55%条件下固化7天后所测。

性能指标 HY5901 HY590K HY590P
颜色 透明 透明 透明

主要成分 脱脂硅胶 改性丙烯酸 改性聚氨酯

固含量（%） 100 >35 100

粘度(mPa-S) 400-800 400-800 400-800

密度(g/cm3) 1.0±0.1 1.0±0.1 1.0 ±0.1

表干时间（min ） 10-30 3~10 3-10

全固时间（h,25P ） 24 80P3分钟 80P3分钟

抗拉强度（Mpa） 1.0 4.5 4.5

扯断伸长率（%） 100 30 100

硬度(shore A ) 20 65 65

剪切强度（Mpa） 1.0 2.5 2.5

剥离强度（N/mm ） >6 >6 a6

介电强度（kV/mm ） 25 50 50

介电常数（1.2MHz） 3.0 2.7 2.7

损耗因子（1.2MHz） 5x10-3 2x10-3 2x10-3

体积电阻（Q.cm ） 2x10“ 1x10" 1x10“
使用温度（P） -50-250 -50-150 -50-150

包装规格 1L/听，15L/桶

tOKSE详细的产昌技术信.以访致电0371-65336633同公®技术&联系，SiiSititi www.huayukeii com Page4

http://www.huayukeii
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操作工艺
清洁表面：将被粘物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、

水分及油污。

施 胶：切开胶嘴,放入胶枪中，将胶液挤到已清

理干净的表面，使之分布均匀。

粘接密封：施胶后20分钟内必须进行粘接，将被粘面

合拢固定即可。

固 化：室温固化24小时达到最高强度。夏季温度

高，固化会快一些；冬季温度低，固化会

慢一些。

注意事项

♦硅檢胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。

♦密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。

主要技术指标

不流淌有赫密封胶

特点用途
甲固'橡胶是一类单组分室温固化

的中性有机硅材料，耐高低温，具有

优良的耐老化性、柔韧性、绝缘性，

防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。立面

不流淌、可粘接钢铁、玻璃、PVC、

ABS等材料。适用于电子元器件等的

各类粘接密封。

HY593硅橡胶密封剂
脱脂型、黑色，适用于各类电子元器件的密封粘接。

HY594硅橡胶密封剂
脱胯型、透明，适用于有透明要求的线路板等的防潮粘接密封。

HY595硅橡胶密封剂
脱腭型、白色，适用于冰箱、太阳能组件、电子元器件等的防潮粘接密封。

HY583硅橡胶密封剂
脱醇型、各色，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀.适用于各类电子元
器件的密封粘接。

*注：所有机械性能和电性能均在25P、湿度55%条件下固化7天后所测。

性能指标 HY593 HY594 HY595 HY583______
外观颜色 黑色 透明 白色 各色

粘度(Pa • S ) 触变汀状 触变咅状 触变音状 触变會状

密度(g/cm3) 1.1-1.4 0.9-1.1 1.1-1.4 1.1-1.4

表干时间（min ） 10-30 10-30 10-30 5~15

抗拉强度（MPa） 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-2.0

延伸率（% ） 300-500 200-350 300-500 200-300

邵氏硬度（ShoreA） 30-50 20-30 30-50 25-35

剪切强度（MPa） 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-2.0

介电强度（kv/mm ） 20 20 20 20

损耗因子（1.2MHz） 0.001 0.001 0.001 0.001

体积电阻（Q • cm ） 2x10“ 2x10“ 2x10“ 2x10“
工作温度范围（P） -60-250 -60-250 -60-250 -60-250

线收缩率（%） 0.3 0.3 0.3 0.3

导热系数（W/M • K） 0.3 0.3 0.3 0.3
包装规格 100ml/管，100管/箱;300ml/筒，25筒/箱
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HY591B硅橡胶密封剂
脱胯型、黑色，电子元器件、线路板、继电器、微波炉等的粘接密封。

HY591W硅橡胶密封剂
脱脂型、白色，电器模块等电子元器件的封装。

HY591T硅橡胶密封剂
脱膀型、半透明，有透明要求的各类电子元器件的封装保护。

特点用途
华宇有机硅密封胶是一类单组分室

温固化的中性有机硅材料，半流淌，

固化后为弹性体。具有优异的抗冷热

交变性能、耐老化性、柔韧性、绝缘

性，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。

是传统703、704硅橡胶的换代产品。

半流密封胶

适用于电子线路板上部分电子元器件

的局部討裝保护。

HY581硅橡胶密封剂
脱醇型、各色，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀，用于各类电子
元器件的封装保护。

'.艺封物表面整理干净，除去锈

灰尘、水分及油污。

:胶管盖帽，刺开封口，将胶液

3已清理干净的表面，使之自然

成半圆形。

固 E液吸收空气中的潮气，表面开始

闩化，逐渐向深层固化，在24小时

（室温及60%相对湿度）内固化深

度为3~4mm。

夏季温度高，湿度大，固化会快一

些；冬季温度低，湿度小，固化会

慢一些。

注意事项
♦硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。

♦密封贮存于阴凉干燥处，贮存期9个月。

RTV-1

向布項明it斬材料有■公司里_ 土

------ ----

甲固"
JfAGU

HY591
SILICONE SEALANT

电固.CW581 :
JIAGU 电子电器硅橡胶 様

一 .—------ — . / ,^IMK3EwHHI

I 単地分室招四化

''申固' 硅橡胶常封荆
\ JiAGU RTV Silicone ，■.

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25P、湿度55%条件下固化7天后所测。

性能指标 HY591W HY591B HY591T HY581
外观颜色 白色半流体 黑色半流体 半透明半流体 各色半流淌

密度(g/cm3) 1.15 1.15 1.02 1.15

表干时间（min ） 10-30 10-30 10-30 5~15

抗拉强度（MPa） 1.0 1.0 1.0 1.0
延伸率（%） 200-300 200-300 200-300 200-300

邵氏硬度（Shore A ） 30-50 30-50 20-30 20-30

剪切强度（MPa ） N0.5 N0.5 N0.5 N0.5

介电强度（kv/mm ） N20 N20 >20 N20

损耗因子（1.2MHz） 0.001 0.001 0.001 0.001
体积电阻（Q・cm） 1x10" 1x10” 1x10” 1x10”
工作温度范围（P） -60-250 -60-250 -60-250 -60-250
线收缩率（%） 0.3 0.3 0.3 0.3
包装规格 100ml/管，100 管/箱;300ml/筒，25筒/箱

.................................... I

如窝更详细的产吕技术信息说长电0371-65336633同公。J技术部駐系,欢迎查询www huayukoji.com Page6
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单组分有机礒灌鐡政

特点用途
华宇有机硅灌封胶是一类单蛆分室温固

化的中性有机硅材料，低粘度，自流平，固

化后为弹性体。耐高低温，具有优良的耐老

化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震、耐电

晕、抗漏电。适用于小型或薄层（灌封厚度

小于7MM）的电子元器件、线路板、传感

器、继电器等的灌封保护。

HY592T硅橡胶密封剂
脱胯型、透明，各种电子元器件的灌封。

HY592B硅橡胶密封剂
脱腭型、黑色，发光二极管等电子元器件的灌封。

HY592W硅橡胶密封剂
脱腭型、白色，电器模块等电子元器件的灌封。

HY582硅橡胶密封剂
脱醇型、透明，对聚碳酸酯（PC）、铜等材料不腐蚀,
各种电子元器件的灌封。

操作工艺
清洁表面：将被灌封物表面整理干净，除去锈迹、灰

尘、水分及油污。

施 胶：拧开胶管盖帽，刺开封口，将胶液挤到已

清理干净的表面，使之自然流平。

固 化：胶液吸收空气中的潮气，表面开始固化，逐

渐向深层固化，在24小时（室温及60%相

对湿度）内固化深度为3~4mm„
夏季温度高，湿度大，固化会快一些；冬

季温度低，湿度小，固化会慢一些。

注意事项
♦厚度超过6mm的灌封应选择华宇双组分港封胶。

♦硅橡胶吸潮固化，未用完的胶应密封保存。

♦密封亡存于阴凉干燥处，贮存期9个月。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25P、湿度55%条件下固化7天后所测。

性能指标 HY592T HY592B HY592W HY582
外观颜色 透明流体 黑色流体 白色流体 各色流体

粘度(Pa-S) 6~10 8~15 8~15 6-10

密度（g/cm3） 1.0 1.1 1.1 1.0

表干时间（min ） 10-30 10-30 10-30 5~20

抗拉强度（MPa ） 0.8 1.0 1.0 0.7

延伸率（% ） 200-300 200-300 200-300 150-200

邵氏硬度（Shore A ） 20-30 20-30 20-30 15-25

剪切强度（MPa） N0.5 20.5 N0.5 N0.5

介电强度（kv/mm ） N20 N20 N20 N20

损耗因子（1.2MHz） 0.001 0.001 0.001 0.001

体积电阻（Q • cm） 1 X1015 1 x1015 1 x10,5 1 x10,5

工作温度范围（P） -60 ~ 250 -60 ~ 250 -60-250 -60-250

线收缩率（%） 0.3 0.3 0.3 0.3

包装规格
1 .

100ml/管，100管/箱;300ml/筒，25筒/箱

.欢迎立询 wvzw.huayukeji.com

wvzw.huayukeji.com


勰組分有机桂灌對臟

特点用途
HY584有机硅灌封胶是一类双组分、

室温固化、缩合脱醇型的有机硅灌封材

料，自流平、耐高低温，具有优良的耐老

化性、柔韧性、绝缘性，防潮、抗震。适

用于电子元器件的各种浇注粘接、密封。

完全符合欧盟ROHS指令要求。

合前， 分在各自的容器内充分搅拌、摇晃均匀。

分，放入混合罐中，充分搅拌混合均匀。

:'分钟左右，配胶£1不宜超过容器的1/2,
溢出。

决灌注到需要灌封的产品中。

温下固化，表干后方可进入下道工序，

全固仁 时。

HY584TS明型灌封胶
适用于电子元器件有透明要求的灌封、密封。

HY584P通用型灌封胶
适用于电子元器件的灌封、密封。

HY584Z导热阻燃灌封胶
适用于电子元器件有导热阻燃要求的各种灌封、密封。

HY584H高导热型灌封胶
适用于有高导热性要求的电子元器件灌封、密封。

HY584ZF导热阻燃防零胶
适用于有导热阻燃防霉要求的电子元器件灌封、密封。

注意事项
。A组分若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影响产品

性能。

。混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固化剂应密封保

存。

♦密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。

♦包装规格：11kg/套。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25*0、湿度55%条件下固化7天后所测。

产品牌号 HY584T HY584P HY584Z HY584H HY584ZF
胶料颜色A/B 无色透明 白色等/透明 白色等/透明 灰白色/透明 白色等/透明 ]

密度(g/cm3)A/B 0.95-1.05 1.3/1.03 1.3/1.03 1.3/1.03 1.3/1.03

A组分粘度（Pa.S） 1.5-2.5 5.5-11 7.5-13 7.5-13 7.5-13

B组分粘度（Pa.S） 0.01-0.1 0.01-0.1 0.01-0.1 0.01-0.1 0.01-0.1

混合后粘度（Pa.S ） 0.5-1.5 2.5-5.5 2.5-6.5 2.5-6.5 2.5-6.5

可操作时间（min） 30-90 40-120 40-120 40-120 40-120

完全固化时间（h） 24 24 24 24 24

邵氏硬度（Shore A ） 10-30 20-40 20-50 20-50 2°~5。

剪切强度（MPa ） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

导热系数（W/m・k ） 0.3 0.3 0.7 2.0 0.7

阻燃等级（UL94 ） HB HB V0 HB ______ V0 :
防霉性（级） / / / / ________° I

介电强度（kv/mm ） N18 I
体积电阻（Q • cm ） N1.0X 10“ ■

_________________
适用温度（P） -60-200

I
_i

如需JE详细的产昂技术信11访致电0371-65336633同公可技术E!联系，欢迎3® www huayukep com Page8



加成型有机確灌對胶

特点用途

HY585适用于大功率及散热要求高

的电子元器件绝缘及防水。本品在固化

反应中不产生任何副产物，可以应用于

金属表面及PC、PP、ABS、PVC等材

料。完全符合欧盟ROHS指令要求。

操作工艺
1.混合前 ，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均

匀。

2.按配比称取 A、B组分，放入混合瓏中，充分搅拌混合均匀。

最好抽真空脱泡10分钟左右，配胶量不宜超过容器的1/2,
否则在脱泡时胶会溢出。

3.将混合好的胶料尽快灌注到需要灌封的产品中 。

4.灌封工件可选择室温或者加热固化 。60~80P下30分钟

即可固化。

HY585O硅凝胶
俗称果冻胶，适用于各种电子元器件的密封保护，尤其

精密电子元器件。

HY585T透明型灌封胶
适用于电子元器件有透明要求的滲「 送封'

HY585D导热阻燃灌封胶
适用于电子元器件有导热阻燃要求 密封。

HY585H高导热型灌封胶
适用于有高导热性要求的电子元：

注意事项
♦A, B组分若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影响产

品性能O

♦本品不能接触有机锡化合物、硫磺、硫化物、胺类化合物

等产品，否则可能不固化。

♦密封⑦存于阴凉干燥处，贮存期六个月。

♦包装规格：20KG/套。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25P、湿度55%条件下固化7天后所测。

产品牌号 HY5850 HY585T HY585D HY585H
胶料颜色A/B 无色透明 无色透明 白色/灰色 白色/灰色

密度(g/cm3) 0.95-1.05 0.95-1.05 1.3-1.5 1.3-1.5

粘度(Pa.S) 0.5-1.0 0.5-1.5 2.5-5.5 2.5~6.5

可操作时间（min） 60-120 60-90 60-90 60-90
完全固化时间（h） 24 24 24 24

固化时间（60P, min） ___ 40 40 40 40
邵氏硬度（Shore A） / 30-65 30-65 30-65
剪切强度（MPa） _ / 0.8 0.8 0.8
导热系数（W/m・k） / 0.3 0.7 1.2
阻燃等级（UL94） I / HB V0 HB
介电强度（kv/mm） N18
体积电阻（Q • cm） N1.0X 10“
适用温度（,0 ） -60-200

Page9 云更详圮的产吕技术信息诺致电。371-65336633同公司技术弟联系.欢迎直询www.huayukeji.com
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双組份聚氨酯灌封胶

特点用途
双组份、室温固化、硬度可调的聚氨酯材

料，流动性好，常温固化，固化后成弹性橡胶

体。具有极佳的耐高低温、耐水解稳定性和优

异的绝缘性能。对灌封后的电器零件具有固

定、绝缘、散热、防爆、保密等多种功能。适

用于一压、高频、湿热环境及水下仪器、仪表

等F 无器件£ 沖浇注粘接、密封。

焚
。乙

1.， J■处汀 .无油、无水、无杂物。

2.1； ::取£ ,放入混合罐中，充分搅拌混
,• 把空气搅入胶中）。最好抽真

空 分钟Z :胶量不宜超过容器的1/2,否则

在丄 时胶会

3.将: 3好的肢 d倒入要灌封的器件内。冬季施

工作业，如果.度低于5P最好将A、B组分都预

热至15P左右。

4.灌封好的工件于室温下固化，表干后方可进入下道

工序，完全固化需要1天。夏季温度高，固化会快一

些；冬季温度低，固化会慢一些。

注意事项
♦ A组分长时间放置若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使

用；B组分低温下容易结晶，应提前放置温度较高室

内使其溶化，不影响产品性能。

♦混合好的胶应一次用完，未用完的A、B两组份分别

密封保存。

♦密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。

HY981聚氨酯灌封胶：
用于各种电子元器件如精密电容器等的灌封。固化后高硬度，是

替代环氣树脂的好材料。需具备真空脱泡和加温设备。

HY982聚氨酯灌封胶：
用于精密避雷器、各种变压器、互感器、滤波器、控制板、点火

器等的灌封粘接。

HY983聚氨酯灌封胶

通用型，适用于各类电子产品的灌封。

HY984聚氨酯灌封胶：
有优异的弹性和韧性，可返修，电性能优秀，可替代有机硅灌封胶。

HY985聚氨酯粘接胶：
半流淌，用于电子元器件的粘接密封。

主要技术指标

性能指标 HY981 HY982 HY983 HY984 HY985

固
化

A组分外观 白色流体

B组分外观 黄色液体
前

粘度(MPa - S ) (A/B) 5000-8000/300-380 半流淌

混合后粘度（MPa • S） 3000-5000 半流淌

30-60可操作时间（min） W30 30-45 45-60 45-60

初步固化时间（h） 3~5 5-7 8-10 8-10 3-6

24完成固化时间（h） 24 36 48 48

固

劭氏硬度(shore A/D ) N80D 80±10A 60±10A 40±10A 80±10A

比重（g/mm3） 1.5-1.7

线收缩率（%） 0.3

工作温度范围（P） -60-150
化
后 介电强度（kv/mm ） N25

体积电阻（Q • cm ） 1.0x10”
导热系数（W/M-K ） N0.6

剪切强度（MPa ） 23.5 N2.3 N1.5 N0.8 N4.5

ftl浦SE洋组的产品技术G.aiflS电0371-65336633同公可技术席段系，次巡C® www.huayukei，com PageW



双组分环氧灌封廠

特点用途
华宇环氧灌封胶是一类双组分、自流平、

室温固化的环氧树脂灌封材料，具有优良的耐

老化性、防潮性、电气绝缘性，高硬度和高击

穿电压。适用于电子元器件的各种浇注粘接、

密封。

操作工艺
1.将被灌封处清理干净 ，无油、无水、无杂物。

2.将 A组分搅拌均匀，按配比称取A组分和B组分，放入混合罐中，

充分搅拌混合均匀。最好抽真空脱泡10分钟左右，配胶量不宜

超过容器的1/2,否则在脱泡时胶会溢出。

3.将混合好的胶料尽快灌注到需要灌封的产品中 。

4.灌封好的工件于室温下固化 ，完全固化需要1~2天。夏季温度

高，固化会快一些；冬季温度低，固化会慢一些，在60P保温

2~3小时即可装配。

HY484T透明型灌封胶
适用于数码管的常温灌封。

HY484P通用型灌封胶
用于一般电子元器件灌封和如..封闭保护。

HY484L低粘度灌封胶
适用于对流动性要求高的纹七封，

HY484D导热阻燃灌封E
用于对散热及阻燃要求较， 纟戋 勺灌封保护。

HY484HTR耐高温灌封
用于耐高温工况的零部件:<

注意事项
♦ A组分若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，

不影响产品性能。

♦混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固

化剂应密封保存。

♦密封史存于阴凉干燥处，贮存期六个月。

♦包装规格：484T为30kg/套，其它为12kg/套。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25P、湿度55%条件下固化7天后所测。

性能指标 HY484T HY484P HY484L HY484D HY484HTR
固I 外观颜色（A/B ）: 透明液体 黑色/褐色 黑色/褐色 黑色/褐色 黑色/透明
1|

粘度(Pa・S, A/B) } 4/0.7 18/0.1 12/0.1 18/0.1 45/0.1
刖1 密度{ gfcn?, A© ): 1.1 /1.0 1.6/1.1 1.5/1.1 1.8/1.1 1.8/1.1

函髭配比（A:B ） 2:1 5:1 5:1 5:1 5:1

可操作时间（min ） 30 60 60 60 60

完全固化时间（h） 48 48 48 48 48

劭氏硬度（S.D） 280 N80 N80 N80 N80

线收缩率（%） 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5

导热系数（W/M-K ） 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7

阻燃等级（UL94） HB V0 HB V0 V0

介电强度（kv/mm ） N25
林1电阻(Q-cm ) 1.2x10“

1碘2^围(P)
-40-90 -40-150

Page!1 尤=更淫坟的产a疚*仁己谄致电0371-65336633向公司技术£3联系.欢迎查询www.huayukeji.com
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特点用途
HY485增韧环氧胶为双组分1:1配比、

10分钟快速固化胶，凝胶无烟化、柔韧，具

有优良的耐老化性、防潮性、电气绝缘性，弹

性抗震和高击穿电压。适用于电子元器件的各

种浇注粘接、宇封、灌封

HY485T増韧快固环氧胶
透明，用于金属、陶瓷、塑料、玻璃、纤维制品、工

艺品、宝石等的快速粘接固定。

HY485B増韧快固环氧胶
灰黑色，用于新能源电池、变压器、线圈、磁芯等电

子元器件的粘接、密封、灌封。

操作工
前期准备

保证灌封表 汚、 长期存放由于比重大容易分层，

用前应搅拌土 茨用 产品性能。

混合胶液

将固化剂B拄人列加入肤' 边搅拌边倒入，注意要刮壁，搅

拌均匀、颜色一致为好。

混合好的胶液应在5分钟内用完。

可采用自动混料灌装机！

注意事项
♦若有沉淀或分层，应搅拌均匀后使用，不影

响产品性能。

♦混合好的胶应一次用完，未用完的胶料和固

化剂应密封保存。

♦密封贮存于阴凉干燥处，贮存期六个月。

♦包装规格：400ml/组，20kg/套。

主要技术指标

※注：所有机械性能和电性能均在25*0、湿度55%条件下固化7天后所测。

性能指标 HY485T HY485B

固
化

外观颜色（A/B ） 透明 灰黑色

粘度(Pa • S, 23t：) 15-50 25-60
前

密度(g/cm3, 23t ) 1.05 ±0.2 1.5 ±0.2

体积配比（A:B）

可操作时间（min, 23P ）

1:1

5
___________ ' _____ _____ \

5 I
初固时间（min, 23P ） 10-15 10-15

固
化

劭氏硬度（S.D） 75-85 75-85

剪切强度（MPa） 15-25 15-25

碩申率（% ） 5-20 5~20
后

阻燃等级（UL94 ） HB V0
使用温度范围（P） -50-120 ______________ -50-120
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单组份环氧灌對臆

特点用途
华宇单组份环氧灌封胶为加热固化

单组份环氧胶。具有储存稳定，粘接强

度高，绝缘性能良好，较双组份使用方

便，适用性强等特点。适用于继电器、

电容器、触发器、IC电路以及计算机、

电视机、冰箱、汽车、摩托车等各类电

子元器件的灌封。

注意事项
♦本品于5P下贮存有效期为3个月，超过贮存期若粘度

合适仍可使用。

♦应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化

试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。

♦本品为非危险品，按非危险品储存及运输。

♦包装规格：1KG。

使用方法
1.将胶从冰箱拿出，放在室温与外界平衡1~2小时。

2.将胶液手工或机械灌入需封装的元器件内或表面。

3.缓慢升温加热固化，有利于气泡逸出和胶液渗透填充

缝隙，确保各项性能优良。

4.用毕，应及时盖好盖，并放入冰箱5P下保存。

5521单组份环氧灌封胶
表面光泽可为亮光或者哑光，卽

于较小狭缝的灌封，120P条件

5522单组份环氧灌封胶

无色透明，表面效果好，100气

5523单组份环氧灌封胶
表面光泽可为亮光或者哑光，L
用于手工点胶或者机器自动点：
5524单组份环氧灌封胶
黑色自流平，80P下90分钟固

白色或,色，粘度低，适用

神固化、

化。

流平效果好，适

。条f 绅固化。

「低温H C

流平效果好，适
5526单组份环氧灌封胶
表面光泽可为亮光或者哑光，颜色f白色或者"、色，

用于手工点胶或者机器自动点胶，120P条件下30分钟固化。

忐y合格证

mu叩I 一

H fg；ggl¥,10JZ-H

主要技术指标

项 目 5521 5522 5523 5524 5526
I外观 白色或黑色 无色 白色或黑色 黑色 白色或黑色

粘度(mPa.s,25P) 3000 5000 10000-20000 20000 30000-40000

密度(g/cm3) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4

固化条件 120X330 分钟 100*060 分钟 100P90分钟 80P90分钟 120P30分钟

硬度(shore D ) 80 80 83 80 83

;剪切强度（钢/钢，Mpa） 13 13 15 13 15

体积电阻率（Q*cm , 25P ） 1.3x10” 1.3x1015 1.5x1015 1.3x10" 1.5x10”
i表面电阻率（Q , 25P ） 1.2x10* 1.2x10 场 1.3x10,5 1.2x1015 1.3x10*
\ 耐电压(25<0kv/mm ) 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22

抗张强度（kg/mm*） 11 11 13 11 13
抗压强度（kg/mnV ） L_ 13 13 15 13 15
i收缩率______________________ I <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5%
「玻璃化转董温度（E） 140 140 150 140 150
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擘组份环氧邦定胶

特点用途
华宇单组份环氧包覆胶为加热固化单

组份环気胶。具有储存稳定，粘度适中，

绝缘'良好-接性能高，较双组份使

用方 恃点 弔于金属、线圏以及电

机等 灼邦 产封。

5515单组份环氧包覆胶
5515单组份环氧包覆胶为加温固化单组份环钗胶黏剂,

亮光，主要用于金属、线圏等器件的包覆、密封。

5516单组份环氧邦定胶
5516单组份环氧邦定胶为加温固化单组份环氣胶黏

剂，亮光，主要用于IC芯片、线路板等电子元器件的

邦定、密封。

，攻在室温与外界平衡1 ~2小时。

若胶的粘度较高，可先将胶预 

使片；

1 .将胶从冰箱拿,

2.将胶点在基板一

热40~50P后涂成，也可不预热使用。

3.升温加热固化。

4.用毕，应及时盖好盖，并放入冰箱5P下保存。

注意事项
♦本品于5P下贮存有效期为3个月，超过贮存期若粘度

合适仍可使用。

♦应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化

试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。

♦本品为非危险品，按非危险品储存及运输。

♦包装规格：1KG。

_理_6 丄

Qfiqal ；X
» » if a iry

• S3 i - •

主要技术指标

项 目 5515 5516
外观 黑色/白色粘稠物 黒色粘稠物

密度（g/cm3） 1.5 1.5

粘度(Pa.s,25P ) 80 100-150

固化条件 120P30分钟 120t30分钟

剪切强度（钢/钢，Mpa） 18 18

体积电阻率（Q*cm , 25*0 ） 1.4x10” 1.4x10%

介电强度（kv/mm, 25P ） >20 >20

介电常数（1MHz, 25P ） 4 4

线膨胀系数（cm/P ） <5x10，s <5x10

硬度(shore D ) 83-85 83-85
收缩率 <0.15% <0.15%
玻璃化转变温度（P） 150 [50

如密更详細的产昌技术f.；息谄效电0371-65336633同公司技*3联系.茂退适询心宀huayuke ■ com Page14



5532单组份环？
黑色触变性汀状

5531单组份环级结
白色触变性汀状

特点用途
华宇单组份环氧结构胶为中高温固化

单组份环氧胶。具有储存稳定，粘接强度

高，绝缘性能良好，较双组份使用方便，

固化时具有触变性，适用性强等特点，固

化物可以是黑色或白色固体。适用于金

属、塑料、玻璃、电机等材质的粘接。

使用方法
1.将胶从冰箱拿出 ，放在室温与外界平衡1~2小时。

2.将胶涂布于需粘接的器件上两面贴合 。

3.升温加热固化 。

4.用毕 ，应及时盖好盖，并放入冰箱5P下保存。

注意事项
♦本品于5P下贮存有效期为3个月，超过贮存期若粘度

合适仍可使用。

♦应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化

试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。

♦本品为非危险品，按非危险品储存及运输。

♦包装规格：300ml/筒，25筒/箱。

主要技术指标

项 目 5531 5532 _______
外观 白色触变會状 黑色触变汀状

粘度(Pa.s,25P ) 80-150 80-150
固花条件 120t30分钟 120P30分钟

剪切强度（钢/钢，Mpa） 21 21

体积电阻率（Q*cm , 25P ） 1.5x1015 1.5X1018
表面电阻率（Q , 25P ） 1.2x10” 1.2x10”
抗张强度（kg/mnf ） 13 13
抗压强度（kg/mnV ） 15 15
收缩率 <0.5% <0.5%
硬度(shore D ) 83 83
热变形温度（t） |______________ a150 >150

妇雷更*纽的产昌技术佔玫电0371-65336633同公司技术部原系，欢迎五诃www.huayukeji.com
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簽MT环氧贴片红胶

5541贴片胶是根据SMT表面贴装技术工艺要求而研制的单组份环氧胶，具有很好的

胶点控制能力，特别适用于手动或者自动印刷工艺。

产散貝
1.E
2.非"

3板 …

4.具；； 热

涂敷，微少量涂敷仍可保持无拉丝，拖尾，塌陷现像，胶点稳定性好。

'.非常短时间固化下均不容易造成气泡或粘力不够。

'气特性。

固位

♦推荐固化荼件150cC'- ；20秒或者120P160~180秒，最高固化温度不超过200P。

使用方法
1.将胶从冰箱拿出，放在室温与外界平衡1~2小时。

2.采用刮胶或点胶工艺 ，将胶涂在已洁净的印刷线路板

表面。若用于粘接，需要将两个被粘物均涂上该胶＜

3.升温加热固化 。

4.用毕 ，应及时盖好盖，并放入冰箱5P下保存。

注意事项
♦产品适用的印刷速度为20~150mm/s,工艺随所选产

品和印刷机设置的不同而改变

♦最佳的印刷条件为温度25P相对湿度不超过70%0
♦应根据实际固化条件，被加工元件的特性进行固化

试验，以确定适合于特定产品的最佳固化条件。

♦未固化放黏剂可用异丙醇、丙酮、丁酣或酯类溶剂

清洗。

♦本品自生产之曰起，于5P~10P贮存，有效期为3个
月。超过贮存期，若粘度合适，仍可使用。

♦本品为非危险品，按非危险品储存及运输。

♦包装规格：310ml/筒。

主要技术指标

项 目 ___________________ ________________ 5541
外观 红色斎状

粘度(Pa.s,25P ) 500-700

密度 J g/cm3) _________ ________ 1.25

剪切强度（钢/钢，Mpa） 15
硬度(shore D ) 85
表面电阻率（Q. 25P ）_____________ _______ 、2.1 X10,
体积电阻率（0*cm , 25X） ） _ 5x10“
介电常数(1MHz, 25P )

---------------- -- --------------------------------------------- 1
___________________________ 3£_
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.本产品样本中提供的技术参数仅供参考，它们会随不同的工况条件而改变。

如设备类型、材质、工艺条件、环境温度湿度等都会影响其性能。

.用户在使用前，要做好粘结性、相容性实验，自行决定产品的适应性，我

司对任何意外所造成的损失概不负责。

瑞朗达公众号 瑞朗达视频号 瑞朗达抖音号

工业胶查阅

建筑胶查鳳顾矚關KM

郑州华宇科技有限公司 ； 一特-约蕴商

河南瑞朗达新材料有限公司 !
星产基地：河南省宝丰高新区营销中心：郑州市农业路22号 '

销售热线:0371-65336633 0375-3360080 :
http : www.huayukeji.comwww.ralead.cn
E-mail: kjh@ralead.cn ! 
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